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FEM을 이용한 히트 싱크의 형상에 따른 
열 성능 최적화에 관한 연구

Thermal Optimization of a Plate Fin Heat Sink Shape Using by FEM
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1. 서론

최근 전자 및 기계 산업의 발전으로 인하여 전자

장비는 점차 고성능화, 소형화, 다기능화 되고 있으

며 단위 부피당 발열량은 급격히 증가하는 추세를 

보이면서 효과적인 냉각기술이 중요한 문제로 대

두되고 있다. 히트 싱크는 전자 제품에서 고 발열체

를 냉각하기 위하여 사용되는 가장 보편적인 부품

이며, 많은 연구자들은 히트 싱크의 열 성능을 최적

화하기 위해 많은 연구를 진행하고 있다.1),2) 
Shakatullah 등3)은 히트 싱크의 휜(fin) 윗면으로 

유동이 바이패스 될 때 히트 싱크의 열 성능을 

평가하였으며 Li 등4)은 휜의 넓이와 높이의 비에 

따라 열 성능을 평가하였다. 또한 El-Sayed 등5)도 

레이놀즈수에 따른 열 성능의 차이를 연구하였다.
이에 본 연구에서는 레이놀즈수를 변화시키면

서 각각의 히트싱크에 실험하면서 발생하는 열 

성능의 변화를 확인하고자 한다. 또한 히트 싱크의 

높이 변화에 따라 발생하는 팁 클리어런스의 넓이

가 열 성능에 어떠한 영향을 미치는지 알아보고자 

한다.

2. 실험 방법

본 연구에서 사용 된 히트싱크의 형상 및 치수는 

Table 1, 덕트와 히트싱크 사이의 거리는 5mm이며 

Fig. 1에 나타내었다. 단일한 형상의 베이스 플레이

트를 가지는 히트싱크에서 휜의 넓이와 높이를 

변화시켰다.
히트싱크에 유입되는 유속은 Re=5000, 10000, 

15000에 대해 측정하였다. 또한 히트 싱크의 성능

평가를 위한 열 저항은 다음과 같이 정의하여 사용

하였다6).

또한 상용 해석 소프트웨어인 CFX를 이용하여 

히트싱크의 열의 분포와 유량의 흐름을 계산하였

으며 해석시간의 단축을 위해 1/2 모델로 계산 하였

다.

Table 1 Experimental variables

Base plate
Width(Whs) 30mm
Length(△P) 32mm
Thickness(tb) 2mm

Fin
Number 9

Thickness(tf) 1.5, 2, 2.5mm
Height(Hf) 6, 8, 10mm

Duct
Height(Hd) 14mm
Width(Wd) 40mm

Fig. 1 Schematic diagram of geometry

3. 실험 결과

각 Case의 휜의 열성능 평가의 기준인 열저항 

값은 Fig. 2에 나타내었으며 Fig. 3에 히트싱크의 

열 분포를 나타었다. 또한 각 Case별 히트싱크의 

크기는 Table2에 나타내었다.
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Table 2 Information of Case Number

Case 1,2,3
Fin Height 6mm

Fin Thickness 1.5, 2, 2.5mm

Case 4,5,6
Fin Height 8mm

Fin Thickness 1.5, 2, 2.5mm

Case 7,8,9
Fin Height 10mm

Fin Thickness 1.5, 2, 2.5mm

Fig. 2 Effect of thermal resistance for various 
Reynolds numbers with 5000 to 15000

Fig. 3 Contour of Heatsink’s Heating Area

4. 결론

본 실험에는 베이스 플레이트의 크기는 일정하

고 휜의 높이와 너비의 변화에 따른 열성능을 측정

하였고 다음과 같은 결론을 얻었다.

1.베이스 플레이트의 크기가 동일할 때에는 휜

의 높이가 높을수록 열저항이 낮았다.

2.동일한 휜의 높이를 가지고 있을 경우에는 휜

의 두께가 두꺼울수록, 휜간의 간극이 좁을수록 

높은 열성능을 보였다.
3.히트싱크의 핀의 끝단과 덕트 천장과의 거리

가 2mm인 Case 9에서 열 저항이 가장 낮음을 확인

할 수 있었다.
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